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Abstract of DE1 9703990 

The present invention pertains to a data medium 
in the form of a chipcard comprising the card 
body (1) fitted with an antenna (3), a chip module 

(2) containing an integrated circuit (10) and 
located in a recess (5) provided in the card body 

(I) . The electric connection between the antenna 

(3) and the chip module (2) passes through lows 

(I I ) in the antenna (3) connections (4). When 
manufacturing the inventive data medium, a 
cavity (5) is engineered inside the body card (1 ) 
in which the antenna is at least partially 
embedded. The chip module (2) is placed into 
said cavity (5) and glued to the card body, for 
example with a thermoactivable glue (6), thereby 
establishing an electric connection between the 
chip module (2) and the antenna (3) inasmuch, 
for instance, as a conductive glue is used for 
anticipated application to the free antenna (3) 
connections (4). In the preferred embodiment the 
chip removal is carried out so as to form an 
oblique cutout. 
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Abstract of US6467692 

The invention relates to a card-shaped data 
carrier comprising a card body (1) having an 
antenna (3), and a chip module (2) containing an 
integrated circuit (10) and inserted into a gap (5) 
in the card body (1). The electric connection 
between the antenna (3) and the chip module (2) 
is effected via depressions (1 1) in the terminals 
(4) of the antenna (3). For producing the 
inventive data carrier one provides the card body 
(1), in which the antenna (3) is at least partly 
embedded, with a gap (5). The terminals (4) of 
the antenna (3) are exposed by removing the 
superjacent card material whereby part of the 
material forming the terminals (4) is also 
removed. The chip module (2) is inserted into the 
gap (5) and for example glued to the card body 
(1) with a thermally activable adhesive (6), an 
electric connection being formed between the 
chip module (2) and the antenna (3) for example 
by means of a conductive adhesive (7) previously 
applied to the exposed terminals (4) of the 
antenna (3). In the preferred embodiment the 
material removal on the terminals (4) of the 
antenna (3) is effected such that a bevel arises. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Modular aufgebauter, elektronischer Datentrager 

® Die Erfindung betrifft einen kartenformigen Datentra- 
ger, bestehend aus einem Kartenkorper (1), der eine An- 
tenne (3) aufweist, und einem Chipmodul (2), das einen 
integrierten Schaltkreis (10) enthalt und in einer Ausspa- 
rung (5) des Kartenkorpers (1) eingesetzt ist. Die elektri- 
sche Verbindung zwischen der Antenne (3) und dem Chip- 
modul (2) erfolgt uber Verttefungen (11) in den Anschlus- 
sen (4) der Antenne (3). Zur Herstellung des erfindungs- 
gemafcen Datentragers wird der Kartenkorper (1),.in dem 
die Antenne (3) wenigstens teilweise eingebettet ist, mit 
einer Aussparung (5) versehen. Die Anschlusse (4) der 
Antenne (3) werden durch Abtragen des daruberliegen- 
den Kartenmate rials freigelegt, wobei auch ein Teil des 
die Anschlusse (4) bildenden Materials abgetragen wird. 
Das Chipmodul (2) wird in die Aussparung (5) eingesetzt 
und beispielsweise mit einem thermoaktivierbaren Kle- 
ber (6) mit dem kartenkorper (1) verklebt, wobei eine elek- 
trische Verbindung zwischen dem Chipmodul (2) und der 
' Antenne (3) beispielsweise mittels eines leitfahigen Kle- 
bers (7) hergestellt wird, der zuvor auf die freigelegten 
Anschlusse (4) der Antenne (3) aufgebracht wurde. Im be- 
vorzugten Ausfuhrungsbeispiel wird der Materialabtrag 
bei den Anschlussen (4) der Antenne (3) derart vorge- 
nommen, daft ein schrager Anschnitt entsteht. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen kartenformigen Datentrager, 
bestehend aus einem Kartenkorper mit einer Antenne, und 
einem Chipmodul mit einem integrierten Schaltkreis, der 5 
elektrisch.leitend mit der Antenne verbunden ist. 

Ein derartiger Datentrager kann als Kreditkarte, Bank- 
karte elektronische Borse usw. ausgebildet sein und zur kon- 
taktlosen Abwicklung von Transaktionen eingesetzt wer- 
den, beispielsweise zum Entrichten eines Beforderungsent- 10 
gelts im Personennahverkehr oder zum Bezahlen eines 
Kaufpreises fur eine Ware oder eine Dienstleistung. Weiter- 
hin kann ein derartiger Datentrager auch als Ausweis fur 
eine beriihrungslose Zugangskontrolle eingesetzt werden. In 
diesem Fall ist in den integrierten Schaltkreis eine Kennung 15 
gespeichert, mit deren Hilfe der Zutrift zu einem abgesperr- 
ten Bereich in einem Gebaude freigeschaltet werden kann. 

Aus der DE 44 16 697 Al sind bereits eine Reihe von Va- 
rianten fiir Aufbau und Herstellung eines derartigen Daten- 
tragers bekannt. Dort ist unter anderem ein Kartenkorper of- 20 
fenbart, der eine Spule aufweist und eine Aussparung zur 
Aufnahme eines Chipmoduls. Das Chipmodul wird so in die 
Aussparung eingesetzt, daB eine elektrisch leitende Verbin- 
dung zwischen dem integrierten Schaltkreis des Chipmoduls 
und der im Kartenkorper enthaltenen Spule hergestellt wird. 25 
Einzelheiten zur Herstellung der Aussparung und insbeson- 
dere zur Freilegung der Anschlusse der Spule sind der 
DE 44 16 697 Al nicht entnehmbar. 

Es ist allgemein bekannt, in einem Kartenkorper eine 
Aussparung zur Montage eines Chipmoduls zu erzeugen, 30 
beispielsweise mit Hilfe eines geeigneten Fras werkzeugs. 
Bei den bekannten Techniken sind jedoch keinerlei MaB- 
nahmen vorgesehen, die sicherstellen, daB die Anschlusse 
einer im Kartenkorper integrierten Antenne mit ausreichen- 
der Prazision und Zuverlassigkeit freigelegt werden. Es 35 
kann daher zu Kontaktierungsproblemen beim Einbau des 
Chipmoduls kommen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem kar- 
tenformigen Datentrager eine zuverlassige elektrische Ver- 
bindung zwischen einem Chipmodul und einer im Karten- 40 
korper angeordneten Antenne herzustellen. 

Diese Aufgabe wird durch die Merkmaie des Anspruchs 1 
gelost. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht darin, im Rah- 
men der fiir die Kontaktierung der Antenne erforderlichen 45 
Freilegung der Anschlusse der Antenne an diesen Anschliis- 
sen einen Materialabtrag vorzunehmen. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, daB gegebenen- 
falls auf den Anschlussen vorhandene Schmutz- oder Oxid- 
schichten durch den Materialabtrag entfernt werden und so- 50 
mit. optimale Voraussetzungen fiir eine zuverlassige elektri- 
sche Verbindung zwischen den Anschlussen der Antenne 
und dem integrierten Schaltkreis des Chipmoduls geschaf- 
fen werden. 

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist. darin zu sehen, daB 55 
bei der Freilegung der Anschlusse der Antenne ein.groBerer 
Toleranzbereich zuiiissig ist, wenn man einen Materialab- 
trag an den Anschlussen einkalkuliert, verglichen mit dem 
Fall, daB man die Oberflache der Anschlusse exakt freilegt. 
Wenn die Anschlusse der Antenne schr genau itn Kartenkor- 60 - 
per lokalisiert sind, ist im Rah men des erfindungsgemaBen 
Verfahrens bei* der Freilegung der Anschlusse der Antenne 
eine Toleranz in der Orofienordnung der halben Dicke der 
Anschliisse ohne wciieres zulassig. 

Tni bevorzugten Ausruhrungshcispiel erfolgt. der fiir die Co 
l'reilegung der Anschlusse der Antenne crforderlichc Male- 
rial abt rag so, daB die Anschlusse schriig angcschnillcn wer- 
den. Auf diese Art und Weise kann der /.ulassige Toleranz- 
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bereich noch erheblich vergroBert werden, da bei einem 
schragen Anschnitt der Anschlusse iiber einen relativ gro- 
Ben Vortriebsbereich des materialabtragenden Werkzeugs 
noch ausreichend Material fur die Kontaktierung des inte- 
grierten Schaltkreises des Chipmoduls stehen bleibt. Es ver- 
schiebt sich dabei allenfalls der laterale Ort der Kontaktie- 
rung, was aber keine groBeren Probleme bereitet. Ein weite- 
rer Vorteil des schragen Anschnitts besteht darin, daB eine 
groBere AnschluBflache fiir die Kontaktierung zur Verfu- 
gung steht und somit ein zuverlassiger Kontakt hergestellt 
werden kann. 

Besonders vorteilhaft ist es auch, mittels eines Sensorsi- 
gnals festzustellen, wann der Materialabtrag an den An- 
schlussen der Antenne beginnt. Dieses Sensorsignal kann 
zur Vortriebsteuerung des materialabtragenden Werkzeugs 
verwendet werden, das sich auf diese Art und Weise sehr ge- 
nau steuem laBt und zwar unabhangig von der fertigungsbe- 
dingten Streuung der Position der Anschlusse der Antenne 
im Kartenkorper. 

Vorteilhafte und zweckmaBige Ausgestaltungen und Wei- 
terbildungen der Erfindung sind nachfoigend dargestellt. 

Es zeigen: 

Fig. 1 den erfmdungsgemaBen Datentrager in Aufsicht, 
Fig. 2 eine Schnittdarstellung des in Fig. 1 dargestellten 
Datentragers, 

Fig. 3 bis 5 jeweils einen vergroBerten Ausschnitt des er- 
fmdungsgemaBen Datentragers in Schnittdarstellung zur 
Veranschaulichung wichtiger Schritte des Herstellungsver- 
fahrens, 

Fig. 6 bis 10 vergroBerte Ausschnitte verschiedener Aus- 
fuhrungsbeispiele des erfindungsgemaBen Datentragers 
nach dem Freilegen der Antennenanschliisse in Schnittdar- 
stellung und 

Fig. 11 eine Anordnung, die ein sehr prazises Freilegen 
der Antennenanschliisse ermoglicht in Schnittdarstellung. 

Fig. 1 zeigt den erfindungsgemaBen Datentrager in Auf- 
sicht. Bei dem Datentrager handelt es sich um eine Chip- 
karte gemaB der ISO-Norm. Der Kartenkorper 1 dieser 
Chipkarte enthalt ein Spulenelement 3, das als Sende- und 
Empfangs antenne fur einen figurlich nicht dargestellten, in- 
tegrierten Schaltkreis eines Chipmoduls 2 dient. Das Spu- 
lenelement 3 ist bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel vollstandig in den Kartenkorper eingebettet 
und daher von auBen nicht sichtbar. Zur Veranschaulichung 
der Lage des Spulenelements 3 im Kartenkorper ist das Spu- 
lenelement 3 in Fig. 1 schematisch durch eine gestrichelte 
Linie dargestellt. Das Chipmodul 2 ist in eine Aussparung 
des Kartenkorpers 1 eingesetzt und iiber die Anschlusse 4 
mit dem Spulenelement 3 verbunden. Statt des Spulenele- 
ments 3 kann als Antenne auch eine kapazidve Koppelfla- 
che oder ein anderes Ubertragungsglied vorgesehen werden. 

Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 dargestellte Chipkarte in einer 
Schnittdarstellung. Der Sennit. t. wurde entlang der in Fig. 1 
eingezeichneten Linie A-B gelegt. Zur besseren Veran- 
schaulichung der Details der Erfindung ist in Fig. 2 nicht die 
ganze Chipkarte dargestellt, sondern lediglich ein vergro- 
Berter Ausschnitt der Chipkarte. Das Chipmodul 2 ist so in 
eine zweistufige Aussparung 5 des Kartenkorpers 1 einge- 
paBt, daB die Oberflache des Chipmoduls 2 mit der Oberfla- 
che des Kartenkorpers t ttuchtet. unci die Kontakte 8 des 
Chipmoduls 2 gegen iiber den freigelegten und teil weise ab- 
getragenen Anschliissen 4 des Spulenelements 3 zu liegen 
kommen. Hicrzu ist. die Aussparung 5 so diniensioniert, daB 
sie das Chipmodul 2 samtciner VerguBrnasse 9, die einen in- 
icgriericn Schaltkreis 10 umgibl. aufnehmen kann. Die me- 
ehanisehe Verbindung zwischen dem Chipmodul 2 und dem 
Kartenkorper I kann beispielsweise mil Hilfe eines i.hcnno- 
akti vierbarcn Klebers 6 hergestellt werden. Die eleklrische 
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Verbindung zwischen dem Chipmodul 2 und dem im Kar- 
tenkorper 1 enthaltenen Spulenelement 3 kann mittels eines 
leitfahigen Klebers 7 erfolgen, der auf die Anschlusse 4 des 
Spulenelements 3 oder auf die Kontakte 8 des Chipmoduls 2 
aufgebracht ist. Der leitfahige Kleber 7 kann gleichzeitig 5 
auch die Aufgabe der mechanischen Verbindung zwischen 
Chipmodul 2 und Kartenkorper 1 ubernehmen, so daB in 
diesem Fall der therrnoaktivierbare Kleber 6 entfallen kann. 

Wichtige Verfahrensschritte des erfindungsgemaBen Her- 
stellungsverfahrens sind in den Fig. 3, 4 und 5 dargestellt. io 
Diese Figuren zeigen jeweils einen vergroBerten Ausschnitt 
der Chipkarte in SchnittdarsteUung. Der Ausschnitt er- 
streckt sich jeweils uber die nahere Umgebung einer der An- 
schlusse 4. 

In Fig. 3 ist die Chipkarte nach Herstellung der zweistufi- 15 
gen Aussparung 5 und Freilegen des Anschlusses 4 des Spu- 
lenelements 3 dargestellt. Der AnschluB 4 des Spulenele- ' 
ments 3 wurde durch Einbringen einer Vertiefung 11 in die 
zweistufige Aussparung 5 freigelegt. Die Vertiefung 11 er- 
streckt sich in den AnschluB 4 des Spulenelements 3 hinein, 20 
d. h. es wurde nicht nur Kartematerial abgetragen, sondem 
auch am AnschluB 4 des Spulenelements 3 fand ein Materi- 
alabtrag statt. Sowohl die zweistufige Aussparung 5 als auch 
die Vertiefung 11 konnen mittels geeigneter Fraswerkzeuge 
hergestellt werden. Je nach spezieller Ausgestaltung der 25 
Vertiefung 11 kann zu deren Herstellung auch ein kombi- 
niertes Fraswerkzeug bzw. ein einziges Fraswerkzeug ver- 
wendet werden. 

In Fig. 4 ist dargestellt, wie die gemaB Fig. 3 praparierte 
Chipkarte mit dem leitfahigen Kleber 7 und dem thermoak- 30 
ttvierbaren Kleber 8 versehen wird. Dies kann entweder in 
einem einzigen Verfahrensschrift oder auch in getrennten 
Verfahrensschriften geschehen. Fiir den leitfahigen Kleber 7 
kann beispielsweise ein Fliissigkleber verwendet werden. 
Der leitfahige Kleber 7 wird in die Vertiefung 11 eingefiillt. 35 
Die genaue Dosiermenge hangt von der Geometrie der Ver- 
tiefung 11 und auch von der Geometrie des Kontaktes 8 am 
Chipmodul 2 ab. So wird die Vertiefung U in der Regel nur 
teilweise mit dem leitfahigen Kleber 7 aufgefiillt, wenn der 
Kontakt 8 des Chipmoduls 2 in die Vertiefung 11 hineinragt. 40 
Liegt der Kontakt 8 des Chipmoduls 2 dagegen nur auf den 
Randern der Vertiefung 11 auf bzw. ist der Kontakt 8 vertieft 
im Chipmodul 2 eingebracht, ohne daB er in die Vertiefung 
11 hineinragt, so ist es erforderlich, entsprechend mehr von 
dem leitfahigen Kleber 7 zu dosieren, so daB dieser uber den 45 
Rand der Vertiefung hinausragt. Dabei kann es unter Um- 
standen giinstig sein, Ausgleichshohlraume vorzusehen, die 
den beim Einsetzen des Chipmoduls verdrangten uberschus- 
sigen leitfahigen Kleber 7 aufnehmen konnen. Altemativ ist 
es auch moglich, einen leitfahigen Kleber 7 eirizusetzen, der 50 
als therrnoaktivierbare Klebefoiie ausgefiihrt ist. Insbeson- 
dere kann diese Klebefoiie so aufgebaut sein, daB.sie in ■ 
Richtungen senkrecht zu ihrer Oberflache durchgehend leit- 
fahig ist und in Richtungen parallel zu ihrer Oberflache nur 
lokal leitfahig ist. Derartige Spezialfolien bieten sich insbe- 55 
sondere dann an, wenn sowohl die elektrische als auch die 
mechanische Verbindung zwischen Chipmodul 2 und Kar- 
tenkorper 1 mit ein und derselben Klebefoiie hergestellt. 
werden soil. Die gerichteie Leitfahigkeit der Klebefoiie er- 
moglicht es dann, ein durchgehendes Folienst.uck zu ver- 60 
wenden, ohne daB dabei die Anschlusse 4 der Anlenne.3 
kurzgeschlossen werden. 

Der therrnoaktivierbare Kleber 8 kann beispielsweise in 
Form einer entsprechend geformien Folie in die zweistufige 
Aussparung eingebrachi werden. Es ware hier auch denkbar, 65 
einen Miissigen Kleber zu verwenden oder auch mikrover- 
kapselte Klebstotte, die durch Zersiorung der Mikrokapseln 
aktiviert werden. Der thernioakli vicrbare Kleber 8 kann so- 
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wohl - wie dies in Fig. 4 gezeigt ist - auf dem Kartenkorper 
1 angebracht werden, als auch an einer entsprechenden 
Stelle des Chipmoduls 2. Nach dem Aufbringen des leitfahi- 
gen Klebers 7 und des thermoaktivierbaren Klebers 8 wird 
das Chipmodul 2 in die zweistufige Aussparung 5 eingefiigt, 
wie dies in Fig. 5 gezeigt ist. 

In Fig. 5 ist die Chipkarte zusammen mit dem eingepaB- 
ten Chipmodul 2 dargestellt. Die elektrische Verbindung 
zwischen dem Chipmodul 2 und dem Spulenelement 3 ent- 
steht dadurch, daB der Kontakt 8 des Chipmoduls 2 in den 
leitfahigen Kleber 7 eintaucht, der zuvor in die Vertiefung 
U eingebracht wurde. Der Boden der Vertiefung 11 und 
auch ein Teil der Wandung wird vom AnschluB 4 des Spu- 
lenelements 3 gebildet, so daB auf diese Weise die elektri- 
sche Verbindung zum Spulenelement 3 hergestellt wird. Zur 
Herstellung bzw. Verstarkung der mechanischen Fixierung 
des Chipmoduls 2 am Kartenkorper 1 dient der therrnoakti- 
vierbare Kleber 6. Der Verbund zwischen dem Kartenkorper 
1 und dem Chipmodul 2 mittels des thermoaktivierbaren 
Klebers 6 kann dadurch hergestellt werden, daB das Chip- 
modul 2 unter Anwendung von Druck und Hitze in die zwei- 
stufige Aussparung 5 des Kartenkorpers 1 eingefiigt wird. 
Der therrnoaktivierbare Kleber 6 wird dadurch aktiviert und 
verbindet sich mit dem Chipmodul 2 und dem Kartenkorper 
1 zu einer dauerhaften Klebeverbindung. Ebenso ist es auch 
denkbar, fiir den leitfahigen Kleber 7 ein Material zu wah- 
len, das thermisch aktiviert werden kann, so daB im gleichen 
Verfahrensschritt sowohl die elektrische Verbindung mittels 
des leitfahigen Klebers 7 als auch die mechanische Verbin- 
dung mittels des thermoaktivierbaren Klebers 6 hergestellt 
werden kann. 

Der therrnoaktivierbare Kleber 6 kann auch ganz entfal- 
len, wenn allein durch den leitfahigen Kleber 7 ein Klebe- 
verbund mit ausreichend hoher rnechanischer Festigkeit her- 
gestellt werden kann. In einer Variante ist es auch moglich, 
nur den thermoaktivierbaren Kleber 6 vorzusehen und den 
leitfahigen Kleber 7 wegzulassen. Hierzu ist die Geometrie 
des Kontaktes 8 und der Vertiefung 11 so aufeinander abzu- 
stimmen, daB es beim Einfugen des Chipmoduls 2 in die 
zweistufige Aussparung 5 und dem damit einhergehenden 
Verkleben mittels des thermoaktivierbaren Klebers 6 zu ei- 
ner dauerhaften elektrischen Verbindung zwischen dem 
Kontakt 8 des Chipmoduls 2 und dem AnschluB 4 des Spu- 
lenelements 3 kommt. Die Ausbildung der elektrischen Ver- 
bindung zwischen dem Kontakt 8 des Chipmoduls 2 und 
dem AnschluB 4 des Spulenelements 3 kann durch weitere 
MaBnahmen unterstutzt werden, wie beispielsweise mecha- 
nische Verformung, SchweiBen, Loten, Bonden usw. 

In den Fig. 6 bis 10 sind weitere Ausfuhrungsbeispiele fur 
die Anordnung der Anschlusse 4 des Spulenelements 3 im 
Kartenkorper 1 bzw. fur das Freilegen der Anschlusse 4 dar- 
gestellt. Wie in den Fig. 3 bis 5 ist auch hier jeweils ein ver- 
groBerter Ausschnitt des Kartenkorpers 1 in Schnittdarstel- 
lung gezeigt. 

Fig. 6 zeigt eine Variante, bei der sich die Vertiefung 11 
iiber die gesamte Flache der ersten Stufe der zweistufigen 
Aussparung 5 erstreckt. Mit anderen Wort.en, der AnschluB 
4 des Spulenelements 3 wird mit dem Erzeugen der zweistu- 
figen Aussparung 5 freigelegt und teilweise abgetragen. Bei 
dieser Variante entfallt sornit der zusatzliche Arbeitsschrirt 
fur die Herstellung der Vertiefung 11. 

Das in Fig. 7 dargestellte Ausfuhrungsbeispiel entspricht 
im Hinblick auf die Vertiefung 11 der in den Fig. 3, 4 und 5 
dargesiellten Ausfuhrungsform. Ein Unterschied besrehi je- 
doch bt:i der geonietrischen Anordnung des Anschlusses 4 
des Spulenelemenis 3. Anders als beim Ausfuhrungsbeispiel 
gemaB den Fig. 3, 4 und 5 verlauft bei dem in Fig. 7 darge- 
siellten Ausfuhrungsbeispiel der AnschluB 4 nicht parallel 
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zur Kartenoberflache, sondem schrag in einem vorgebbaren 
Winkel. Diese MaBnahme hat zur Folge, daB die Tiefe der 
Vertiefung 11 in relativ groBen Grenzen variiert werden 
kann und trotzdem noch sichergestellt ist, daB der AnschluB 
4 zumindest eine Teilflache des Bodens der Vertiefung 11 5 
bildet und somit eine Kontaktierung des Anschlusses 4 
mogiich ist. Durch diese MaBnahme ist es je nach dem ge- 
nauen Wert fur den Winkel, den der AnschluB 4 mit der 
Oberflache des Kartenkorpers 1 bildet, mogiich, fur die 
Tiefe der Vertiefung 11 einen Toleranzbereich zuzulassen, 10 
der deutlich groBer als die Dicke des Anschlusses 4 sein 
kann. Desweiteren ist es auch mogiich, den zulassigen Tole- 
ranzbereich bei der Vertiefung 11 nicht vollig auszuschop- 
fen und stattdessen eine gewisse Toleranz bei der genauen 
Lage des Anschlusses 4 relativ zur Kartenoberflache zuzu- 15 
las sen und somit die Herstellung des Kartenkorpers 1 zu er- 
leichtern. 

Auch in Fig. 8 ist eine Ausfuhrungsform mit schrag ver- 
laufendem AnschluB 4 dargestellt. Die Geometrie und Her- 
stellungsart der Vertiefung 11 entspricht dem Ausfuhrungs- 20 
beispiel gemaB Fig. 6, d. h. die Vertiefung 11 erstreckt sich 
uber den gesamten Bereich der ersten Stufe der zweistufigen 
Aussparung 5. 

Wie dies in Fig. 9 im einzelnen dargestellt ist, lassen sich 
die durch den schrag verlaufenden AnschluB 4 hervorgeru- 25 
fenen Effekte in ahnlicher Weise auch durch einen entspre- 
chenden Materialabtrag erzielen. Der AnschluB 4 verlauft 
bei diesem Ausfuhrungsbeispiel in etwa parallel zur Ober- 
flache des Kartenkorpers 1. Der Materialabtrag erfolgt so, 
daB der AnschluB 4 in einem vorgebbaren Winkel schrag an- 30 
geschnitten wird. Dies kann beispiels weise dadurch erreicht 
werden, daB ein spitz zulaufendes Fraswerkzeug verwendet 
wird und somit eine kegelformige Vertiefung 11 hergestellt 
wird. Selbst wenn die Vertiefung 11 an ihrem Boden teil- 
weise uber den AnschluB 4 hinausragt, so bildet der An- 35 
schluB 4 irnmer noch einen Teilbereich der Wandung der 
Vertiefung 11, so daB eine elektrische Kontaktierung des 
Spulenelements 3 sichergestellt ist. 

Fig. 10 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel fur einen 
schrag angeschnittenen AnschluB 4. Die Geometrie gemaB 40 
Fig. 10 kann beispiels weise dadurch erreicht werden, daB 
ein Fraswerkzeug in einer Vortriebsrichtung eingesetzt wird, 
die nicht senkrecht zur Oberflache des Kartenkorpers 1 ver- 
lauft. 

In Fig. 11 ist eine Schnittdarstellung einer Anordnung ge- 45 
zeigt, die ein sehr prazises Freilegen der Anschliisse 4 des 
Spulenelements 3 ermoglicht. Das Freilegen erfolgt mit 
Hilfe eines Fraswerkzeugs 12, das uber eine Welle 13 von 
einem Ahtrieb 14 in Rotation versetzt wird und in Richtung 
der Welle 13 lateral verschoben werden kann. Das Fras- 50 
werkzeug 12 und die Welle 13 sind aus elektrisch leitfahi- 
gem Material hergestellt und untereinander elektrisch lei- . 
tend verbunden. Die Welle 13 ist mit einem Abgriff 15 ver- 
sehen, der elektrische Signale an der Welle abgreifen kann 
und diese zu einer Auswerteelekt.ronik 16 weiterleitet. Die 55 
Auswerteelektronik 16 steuert uber eine oder rnehrere Lei- 
tungen 17 den Antrieb 14. Die Auswerteelektronik 16 ist. so 
aufgebaut, daB sie das Spulenelement 3 und datnit. die An- 
schliisse 4 mil. einem Signal beaufschlagen kann. Dies kann 
beispielsweise mil. Hilfe eines elektromagnetischen Feldes 60 
geschehen. Solange sich zvvischen dem Fraswerkzeug 12 
und dem AnschluB 4 des Spulenelements 3 noch Karl en ma- 
terial belindet, das in der Regel einen elekr.rischen Isolator 
darstclli, undsomil noch kcin clektrischer Kontaki zwischen 
dem Fraswerkzeug 12 unci dem AnschluB 4 ncsi.chl. kann 65 
das Signal nichi b/.w. nur in gcdampt'ler oder modilizicricr 
Form mil Luis des A bg rills 15 an der Welle 13 ahgcgrilTen 
werden. Subald tins PYaswerkzeug 12 den AnschluB 4 I'rei- 



gelegt hat und dies en beriihrt, andert sich das an der Welle 
13 abgegriffene Signal. Diese Anderung wird von der Aus- 
werteelektronik 16 erkannt und kann zur Steuerung des An- 
triebs 14 verwendet werden. So kann beispielsweise ab Si- 
gnalanderung noch ein vorgebbarer Vortrieb gefahren wer- 
den, um die obersten Schichten des Anschlusses 4 abzutra- 
gen. 

Mit der in Fig. 11 dargestellten Anordnung konnen her- 
stellungsbedingte Streuungen der Lage der Anschliisse 4 des 
Spulenelements 3 sehr prazise ausgeglichen werden, da die 
Lage jeweils mefitechnisch erfaBt wird. Weiterhin macht die 
Anordnung eine genaue Positionierung des Fraswerkzeugs 
12 relativ zur Kartenoberflache uberfliissig, da die Positio- 
nierung bei der Vortriebssteuerung nicht kritisch ist, weil der 
Vortrieb ja anhand des von der Welle 13 abgegriffenen Si- 
gnals gesteuert wird. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren und der erfindungsge- 
mafie Kartenaufbau konnen auch bei einer sogenannten 
Kombikarte eingesetzt werden, die sowohl uber eine kon- 
taktierende Koppiung als auch uber eine kontaktlose Kopp- 
lung mit einem extemen Gerat in Datenaustausch treten 
kann. In diesem Fall weist das Chipmodul 2 entsprechende 
Kontaktflachen fur die kontaktierende Koppiung auf . 

In einer Variante der Erfindung wird auf den Einsatz des 
Chipmoduls 2 als Trager fur den integrierten Schaltkreis 10 
verzichtet. Statt dessen wird der integrierte Schaltkreis 10 
direkt in eine entsprechend geformte Aussparung des Kar- 
tenkorpers 1 eingesetzt. Fur die elektrische Verbindung mit 
den Anschluss en 4 des Spulenelements 3 sind am integrier- 
ten Schaltkreis 10 entsprechende Kontakte vorgesehen. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines kartenformigen Da- 
tentragers, wobei 

- ein Kartenkorper (1) bereitgestellt wird, der 
eine Antenne (3) aufweist, die wenigstens teil- 
weise in den Kartenkorper (1) eingebettet ist, 

- ein Chipmodul (2) bereitgestellt wird, das einen 
integrierten Schaltkreis (10) aufweist oder aus ei- 
nem integrierten Schaltkreis (10) besteht, 

- im Kartenkorper (1) durch Materialabtrag eine 
Aussparung (5) erzeugt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Anschliisse (4) 
der Antenne (3) durch Abtragen des daruberiie- 
genden Karten materials freigelegt werden und da- 
bei auch ein Teil des die Anschliisse (4) bildenden 
Materials abgetragen wird. 

2. " Verfahren nach- Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Materialabtrag bei den Anschliissen (4) 
derart vorgenornmen wird, daB ein schrager Anschnitt 
entsteht. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Winkel, unter dem die Anschliisse (4) an- 
geschnitten werden, durch die Vorschubrichtung und 
die Form des mated alabtragenden Werkzeugs (12) vor- 
gegeben wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net., daB der Winkel, unter dem die Anschliisse (4) an- 
geschnitten werden, durch die Anordnung der An- 
schlusse'(4) im Kartenkorper (I) vorgegeben wird, und 
daB die Anschliisse (4) schrag zur Oberflache des Kar- 
tenkorpers (I) vcrlaufen. 

5. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Freilegung der Anschliisse (4) ein vorgege- 
bener Materia I nhl rag vorgenomruen wird. 

6. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Frcilcgung der Anschliisse (4) der Maieri- 
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alabtrag mil Hilfe eines Sensorsignals gesteuert ward. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB sich das Sensorsignal andert, sobald das mate- 
rial abtragende Werkzeug (12) die Anschliisse (4) be- 
riihrt. 5 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB das mated alabtragende Werkzeug (12) nach 
Beruhren der Anschliisse (4) noch um einen vorgebba- 
ren Wert vveitergefahren wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 10 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Materialabtrag 
mit Hilfe eines Frasvverkzeugs (12) vorgenommen 
wird. 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die freigelegten 15 
Anschliisse (4) mittels eines leitfahigen Klebers (7) mit 
dem Chipmodul (2) verbunden werden. 

11. Kartenformiger Datentrager, bestehend aus 

- einem Kartenkorper (1), der eine Antenne (3) 
aufweist, die wenigstens teilweise in den Karten- 20 
korper (1) eingebettet ist, 

- und einem Chipmodul (2), das einen integrier- 
ten Schaltkreis (10) aufweist oder aus einem inte- 
grierten Schaltkreis (10) besteht, wobei das Chip- 
modul (2) in eine Aussparung (5) des Kartenkor- 25 
pers (1) eingesetzt ist und elektrisch mit der An- 
tenne (3) verbunden ist, 

dadurch gekennzeichnet, daB die elektrische Ver- 
bindung zu der Antenne (3) iiber Vertiefungen 
(11) in den Anschlusseri (4) der Antenne (3) er- 30 
folgt. 

12. Datentrager nach Anspruch 11, dadurch gekenn- • 
zeichnet, daB das Chipmodul (2) mittels eines leitfahi- 
gen Klebers (7) mit den Anschlussen (4) der Antenne 
(3) elektrisch leitend verbunden ist, und daB das Chip- 35 
modul (2) mittels eines weiteren Klebers (6) am Kar- 
tenkorper (1) fixiert ist. 

13. Datentrager nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sowohl die elektrische Verbindung zwi- 
schen Chipmodul (2) und Anschlussen (4) der Antenne 40 
(3) als auch die mechanische Fixierung des Chipmo- 
duls (2) am Kartenkorper (1) mittels ein und desselben 
leitfahigen Klebers (7) realisiert ist. 

14. Datentrager nach einem der Ansprii che 12 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der leitfahige Kleber (7) 45 
aus einer thermisch aktivierbaren Klebefolie besteht, 
die in Richtungen senkrecht zu ihrer Oberflache durch- 
gehend leitfahig ist und in Richtungen parallel zu ihrer 
Oberflache nur lokal leitfahig ist. 

50 

Hierzu 4 Seit.e(n) Zeichnungen 
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